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晶晨半导体（上海）股份有限公司 

2024 年年度业绩预增公告 

  

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

 

一、本期业绩预告情况 

（一）业绩预告期间 

2024 年 1月 1 日至 2024年 12月 31日 

（二）业绩预告情况 

1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现营业收入 592,000.00 万元

左右，与上年同期相比，将增加 54,905.68 万元左右，同比增长 10.22%左右。 

2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 82,000.00 万元左

右，与上年同期相比，将增加 32,196.39万元左右，同比增长 64.65%左右。 

3、预计 2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润

74,000.00 万元左右，与上年同期相比，将增加 35,525.21万元左右，同比增长

92.33%左右。 

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 

 

二、上年同期业绩情况 

2023 年度实现营业收入：537,094.32万元。 

2023 年度实现利润总额：50,302.81万元。 

2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润：49,803.61万元。 

2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：

38,474.79万元。 



2023 年度实现每股收益：1.20元。 

 

三、本期业绩变化的主要原因 

2024 年，公司对外积极开拓市场，对内持续提升运营效率，同时在近年来持

续高强度研发投入下，多个新产品商用后迅速打开市场。多重因素作用下,公司

的经营业绩增长与经营质量改善均取得积极成果。2024 年公司第二季度、第三

季度营收连创同期历史新高，第四季度受运营商招标节奏影响，S系列大部分订

单将延后到后续季度逐步释放。2024 年,公司实现营收约 59.20 亿元,同比增加

约 5.49 亿元(增长约 10.22%)；实现归属于母公司所有者的净利润约 8.20亿元,

同比增加约 3.22亿元(增长约 64.65%),全年营收和净利润均创历史新高。 

2024 年公司因股权激励确认的股份支付费用约 0.72亿元，对归属于母公司

所有者的净利润的影响约 0.75亿元（已考虑相关税费影响）。剔除上述股份支付

费用影响后，2024 年归属于母公司所有者的净利润约为 8.95亿元。 

2024 年,公司多个产品线的市场表现取得积极进展：（1）S系列在国内多个

运营商招标中均取得最大份额,持续巩固公司在本领域的领先地位。国际市场继

续突破多个发达国家或主要经济体的运营商,全球市场份额继续扩大;（2）T 系

列全年销量同比提升超过 30%,持续扩大市场占有率,当前产品已完成国际主流

TV生态的全覆盖,为公司 T系列产品进一步扩大国际市场份额打下坚实基础;（3）

公司继续携手国内外 Top 级智能终端厂商,持续拓展 A 系列在端侧的应用场景；

（4）W系列全年销量首次突破 1,000万颗,达到近 1,400万颗。W系列自 2020年

上市以来,累积销量超过 3,000万颗。 

研发投入方面，2024 年公司发生研发费用约 13.52 亿元，相较去年同期增

加约 0.69 亿元。公司自 2022 年以来,连续 3 年研发费用超过 10 亿元,近三年累

计研发费用约 38.20 亿元。公司的产品研发始终保持"瞄准大市场、确定性机会、

集中投入、高质量研发"的原则,使得公司新产品一经上市,便快速形成批量销售。

2024 年,公司多个战略性新产品取得良好的市场表现：（1）6nm 芯片 S905X5 系

列,利用端侧 AI能力，本地完成同声翻译，同声字幕等功能，提升消费者在跨语

言环境下的用户体验。6nm芯片商用仅半年以来,不仅原有客户导入顺利,并且取

得多个国际 Top 运营商的订单，预计 6nm 芯片有望在 2025 年达成千万颗以上的



销量；（2）8K芯片 S928X,不仅在国内运营商的所有招标中,均囊括全部份额,并

且取得海外 Top运营商的订单,将实现百万级以上的规模出货;（3）Wi-Fi 6 2*2

芯片,2024 年全年销量超过 150 万颗,并且取得运营商市场的突破，但未达到公

司年度销售预期，在总结规模商用经验的基础上，2025年 Wi-Fi 6 2*2芯片的

市场表现有望进一步加速；（4）A311D2 2024 年销量超过 100万颗，随着体感运

动游戏在 TV上的应用，已成功进入北美、欧洲市场，该新应用场景将在 2025年

再额外提供百万级以上的销量。公司近年来重点投入的这些新产品，主要面向的

均是确定性大品类的潜力市场，市场需求明确，在迈过百万级规模商用门槛之后

均已形成规模效应，未来在这些确定性大市场中将会快速形成更大规模的销售。

这将为公司在原有优势产品线之外，提供新的强劲增长动力。与此同时，公司在

研产品亦有积极进展，近期 Wi-Fi AP 芯片已顺利完成流片，有助于继续扩展 W

系列产品的应用领域。 

公司作为智能家居行业的领导者和新技术的开拓者,多年来持续携手国内外

Top 客户,推动智能软硬件技术在智能家居领域的应用,公司当前已有超过 15 款

商用芯片携带公司自研的端侧 AI算力单元,2024年携带自研端侧 AI算力单元的

芯片出货量超过 800 万颗,覆盖了公司产品的主要应用领域,通过在大规模终端

的商用,积累了丰富的应用场景和应用经验,为进一步推动端侧 AI 技术在消费电

子领域更广范围、更丰富场景和形态的落地,提升消费者对电子产品的体验，奠

定了强有力的基础。 

公司确定 2024 年为"运营效率提升年",在年初制定了一系列运营效率提升

行动项,随着这些行动项的逐步落地,公司 2024 年的运营效率持续提升，上半年

实现综合毛利率 35.37%，下半年实现综合毛利率 37.59%。2025年公司运营效率

提升的行动项还将持续落地,预计运营效率将会继续改善。 

随着公司新产品的持续上市与商用放量,市场机会的不断发掘,新的业务版

图不断扩张,运营效率的持续提升,公司的经营还将继续改善,预计 2025 年第一

季度以及 2025年全年,公司经营业绩将同比进一步增长。具体业绩存在一定不确

定性。 

 

四、风险提示 



公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预

告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。 

 

五、其他说明事项 

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的

2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

        晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 

2025年 1月 21日 


